Biatystok, 28.10.2022
Rozeznanie rynkowe nr 3
na zakup ustugi w postaci mechanicznego projektu obudowy

na potrzeby realizacji projektu pod nazwag:,System EOS - innowacja dla biur” o numerze
umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0058/21-00 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej |: Przedsiebiorcza Polska Wschodnia Dziatania 1.1 Platformy startowe dla
nowych pomystéw Poddziatania 1.1.2 Rozwdj startupéw w Polsce Wschodniej.

.  Podmiot przeprowadzajacy rozeznanie rynkowe:
Sisotech Spodtkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bialymstoku adres: ulica
Le$na Polana 10, kod pocztowy 15-575 miejscowos¢ Biatystok wpisana do Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin
— Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod nr KRS 0000833651

Il. Miejsce i termin sktadania rozeznania :

Prosimy o przestanie Panstwa cennikow (na wzorze bedacym Zatgcznikiem nr 1) na adres
mailowy office@sisotech-research.com do dnia 04.11.2022

W tytule wiadomos$ci e-mail podajgc: ,Cennik na zakup na zakup ustugi w postaci
mechanicznego projektu obudowy”.

lll.  Przedmiot rozeznania rynkowego:

Wykonanie mechanicznego projektu obudowy, zawierajgcy

Element rozeznania rynkowego Specyfikacja:
2 koncepcje obudowy dla urzadzen z - maksymalne wymiary obudowy bez ekranu:
. 20x10x5¢cm
ekranem i bez ekranu - maksymalne wymiary obudowy z ekranem:
28x20x6¢cm

- wizualizacja 3D dwdch koncepcji obudéw dla
kazdego rodzaju

Projekt techniczny obudowy - maksymalne wymiary obudowy bez ekranu:

" .. 20x10x5cm
wybranych koncepcji, uwzgledniajacy - maksymalne wymiary obudowy z ekranem:
chtodzenie pasywne - 28x20x6cm

- Uwzglednienie otwordéw na chtodzenie elektroniki




Dobér odpowiednich materiatéw - lista materiatéw wraz z wyszczegolnionymi
parametrami technicznymi (wytrzymatos¢,

temperatura uzytkowa, maksymalna temperatura)

Wykonanie modeli 3D - wykonanie po jednym modelu 3D obudowy dla
kazdego rodzaju

Przygotowanie dokumentacji - Dokumentacja obudowy w PDF, oraz CAD
technicznej

Ww. przedmiot rozeznania rynkowego, jest realizowany na potrzeby rozwoju systemu EOS,
ktory jest kompleksowym rozwigzaniem do obstugi sal konferencyjnych, biur, a takze
wspomagajgcym prace zdalng. Przeznaczony jest do sterowania urzgdzeniami
multimedialnymi, integracjg ustug niezbednych w salach konferencyjnych, oraz
udostepnieniem tzw. Wirtualnego Biura dla oséb pracujgcych poza siedzibg firmy.

System EOS sktada¢ sie bedzie z dwdch rodzajéw urzadzen: z ekranem, ktéry bedzie
przypominat tablet, oraz bez ekranu. W obu przypadkach urzadzenia te odgrywac¢ beda role
sterownika innych sprzetéw.

Elektronika umieszczona w ww. produktach musi posiada¢ solidng obudowe, ktéra pozwala
na skuteczne pasywne chtodzenie procesora, by¢ wykonana z wytrzymatych materiatéw, a
takze powinna by¢ zaprojektowana w sposob estetyczny zachecajgcy do kupna..

IV. Osobg upowazniong do kontaktu w sprawie rozeznania cenowego jest: Pan Wiktor

Sienkiewicz tel. 609 023 353 lub e-mail: office@sisotech-research.com



Zatgcznik nr 1

- do Rozeznania rynkowego nr 3

mechanicznego projektu obudowy

.  Podmiot przeprowadzajacy rozeznanie rynkowe:

Sisotech Spodtkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bialymstoku adres: ulica
Ledna Polana 10, kod pocztowy 15-575 miejscowos¢ Biatystok wpisana do Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin
— Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego, pod nr KRS 0000833651

II.  Dane podmiotu przygotowujacego cennik na na zakup i dostawe sprzetu

laboratoryjnego

Cennik naszej firmy w zakresie przedmiotu rozeznania rynkowego przedstawia sie

Nr telefonu: .....
Dane rejestrowe NIP lub nr KRS

nastepujgco:
2 koncepcje | - maksymalne wymiary obudowy bez
obudowy dia elr(rzgrllgyragﬂg )\(/\?;nr?iary obudowy z
urzadzen z ekranem | ekranem: 28x20x6cm )
Projekt techniczny | - maksymalne wymiary obudowy bez

obudowy wybranych
koncepcji,
uwzgledniajacy
chtodzenie pasywne

ekranu: 20x10x5cm

- maksymalne wymiary obudowy z
ekranem: 28x20x6¢cm

- Uwzglednienie otworéw na chtodzenie
elektroniki

Dobér odpowiednich
materiatow

- lista materiatéw wraz z
wyszczegolnionymi parametrami
technicznymi (wytrzymato$¢, temperatura
uzytkowa, maksymalna temperatura)

Wykonanie modeli
3D

- wykonanie po jednym modelu 3D
obudowy dla kazdego rodzaju

Przygotowanie
dokumentacji
technicznej

-Dokumentacja obudowy w PDF, oraz
CAD

na zakup ustugi w postaci




lll.  Doswiadczenie podmiotu przygotowujacego cennik w projektowaniu obudéw
do elektroniki:

Data: Podpis



